
       快讯
浙江省半导体行业协会

杭州国家“芯火”双创基地（平台）

国家集成电路设计杭州产业化基地|孵化器

浙江省集成电路设计与测试产业创新服务综合体

浙江省集成电路设计公共技术平台

指导单位：浙江省经济和信息化厅

2022/02/21

       快讯

指导单位：浙江省经济和信息化厅

第08期
总第37期



INFORMATION芯资讯
▲ 2021年杭州市汽车产业五大亮点出炉

▲ 广汽本田累销突破900万辆，同时全面加速电动化转型

▲ 东风1月销售汽车34.17万辆，同比增长6.1%

▲ 长城汽车1月销售11.2万辆，海外销售1.3万辆，同比增长16.2%

▲ 世界先进扩产能，资本支出增1.5倍

▲ 英特尔收购高塔半导体，快速推动IDM2.0战略

▲ AMD完成对赛灵思的收购

▲ SIA：中国大陆去年半导体销售额达1925亿美元，同比增27.1%

目录
CONTENTS

ENTERPRISE芯企业
▲ 时擎智能科技(上海)有限公司

▲ 朗宽半导体有限公司

▲ 美芯晟科技（北京）股份有限公司

- 01

- 04

- 05

- 06

- 07

- 08

- 09

- 10

- 11

- 16

- 18



01

INFORMATION
芯资讯

2021年杭州市汽车产业
五大亮点出炉

一、汽车产业高质量发展开创新局面

       杭州聚焦汽车产业链基础再造及提升，持续推
进产业集聚与项目驱动相结合，汽车产业发展取得
显著成效。2021 年，全市汽车产量超 23 万辆，总产
值约 877 亿元，同比增长 11.61%；新能源汽车产
量超 2 万辆，产值约 80 亿元。

二、新能源汽车推广量再上新台阶

       2021 年，全市新能源汽车推广数量突破 13 万
辆，同比增长超 250%，月均新增超 1 万辆，增量超

过 2019、2020 年两年总和，累计推广数量 34 万余
辆。限行区域内公用充电服务半径已基本缩小至
700 米，在全国处于领先地位。

三、新能源汽车重大项目取得新突破

       2021 年 3 月，钱塘区与浙江零跑科技有限公
司举行新能源汽车项目签约仪式，零跑新能源汽车
第二工厂落户杭州。项目总投资 40 亿元，用地 600
亩，计划于 2023 年投产，从事新能源汽车的研发、
生产与销售，为杭州新能源汽车产业链发展注入新
动能。
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四、《杭州市节能与新能源汽车产业发展“十四五”规划》发布

                  比亚迪半导体 SiC 功率模块

       2021 年 7 月，市经信局、市发改委联合发布《杭州市“十四五”节能与新能源汽车产业发展规划》，明确到
2025 年，实现汽车产业总产值 2500 亿元，其中整车、零部件产值分别为 1200 亿元、1300 亿元；实现汽车产
量 73.7 万辆，其中新能源汽车 31.3 万辆。
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五、智能网联汽车测试与示范道路再扩大

       2021 年 11 月，杭州正式开放萧山、余杭和临安三区 33 条道路的相关路段用于智能网联车辆道路测试。
时隔两年，测试道路由 5 条扩展到 33 条，其中：萧山区有市心路、金鸡路、建设一路等 7 条道路的相关路段开放，
余杭区有南湖东路、绿汀路、文二西路等 24 条道路的相关路段开放，临安区有钱锦大道、万马路 2 条道路的相
关路段开放。

                                                                                                                                    （来源：杭州市经信局）
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       集微网消息，2 月 12 日，广汽集团发文称，广汽本田累计销售汽车突破 900 万辆，正向累计千万产销迈进
关键一步。
       广汽集团称，广汽本田的供、产、销结构张力成为企业在严峻形势下的“定海神针”，助力 2021 年达成“保
供稳产”成果——年产销超 78 万辆，为累计 900 万台产销达成奠定良好基础。
       在“确保疫情为 0，全力争取多一个零件、多生产一台车”的理念下，广汽本田为“尽可能多为顾客提供一台
车”，发挥体系优势，通过供应链精确管控、生产线灵活调度、销售端协同配合，建立起韧性和张力十足且长效健
全的生产保障机制，最终确保了生产稳定，实现产销稳步提升。
       面对供应难题，广汽本田多措并举、整合资源，联合供应商最大限度地保证零部件供应。一方面，零件采购
和供应领域全面落实精细化管理，责任层层明确、具体到人。另一方面，通过强化高效联动，与供应商联合攻坚
克难，寻找更优技术路径，并积极在全球范围内调配零件、推进零件国产化，全力为生产争取更多资源。
       面对零件供应不足带来的不确定因素，广汽本田的生产体系也表现出了极高的调度效率与运行张力。生产
线始终保持快速响应、滚动调整生产节奏，根据零部件供应情况与销售终端的市场需求反馈，灵活调整车型生
产安排，快速将零部件供应增量转化为产量并供应市场。同时，将整车生产节奏的变化实时更新至销售渠道，各
环节充分发挥协同能力，优化调配车辆资源，尽力满足用户需求。
       随着双碳目标落地，广汽本田也在全面加速电动化转型，向累计千万产销目标迈进。e:N 系列首款纯电动
车 e:NP1 的导入，意味着广汽本田电动化事业崭新纪元的开启。而产品与技术的进化，也将伴随着生产布局的
同步演进：从品质技术沉淀的黄埔工厂、到实现“废水零排放”的绿色增城工厂，到智慧高效的第三工厂，广汽
本田还将继续投产高效、智能、低碳环保的纯电动车新工厂。
   
                                                                                                                                                （来源：集微网）

  广汽本田累销突破900万辆，
同时全面加速电动化转型
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       集微网消息，2 月 11 日，东风汽车发布 1 月产销快报显示，该月销售汽车 34.17 万辆，同比增长 6.1%。乘
用车领域，合计销售 29.14 万辆，同比增长 13.8%；自主品牌销售 7.41 万辆，同比增长 82%，合资品牌销售
21.73 万辆，同比增长 0.9%。
       主要车型中，东风风神销售 1.86 万辆，同比增长 189.1%；东风风行销售 1.7 万辆，同比增长 48.3%；东
风日产启辰销售 1.4 万辆，同比增长 126.3%；东风日产销售 11.21 万辆；东风本田销售 7.74 万辆，同比增长
7.3%；神龙汽车销售 1.3 万辆，同比增长 85%；东风英菲尼迪销售 0.11 万辆，同比增长 446.1%。
       商用车合计售出 5.03 万辆，其中，东风商用车销售 1.32 万辆，轻型车销售 1.72 万辆，成龙销售 0.45 万辆，
郑州日产销售 0.36 万辆，华神销售 0.18 万辆。
       需要指出的是，今年 1 月 18 日，东风高端新能源越野车项目正式开建，该项目于 2021 年 1 月正式设立，
是继岚图汽车之后，东风公司打造的又一个高端电动品牌，将填补我国高端新能源越野车市场空白。该项目定
位高端电动越野品牌，面向个性化高端用户群体，以“无畏 · 征服”为品牌理念，开发全新 MORV 电动越野车
平台，差异化布局、探索构建高端越野文化圈层，致力于发展成为高端电动越野文化领先者。项目规划产能 10
万辆，拟于 2023 年投产。

                                                                                                                                               （来源：集微网）

  东风1月销售汽车34.17万辆，
同比增长6.1%
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       2 月 14 日，长城汽车股份有限公司（股票代码：601633.SH，02333.HK；以下简称长城汽车）发布 2022
年 1 月产销数据。1 月，长城汽车销售新车 111,778 辆，海外销售 12,750 辆，同比增长 16.2%，销售占比达
11.4%。2022 年，长城汽车将继续深耕电动化与智能化，向全球化智能科技公司转型。

                                                            ▲ 长城汽车 2022 年 1 月销量

新品热度持续转化

市场表现保持稳健

       今年 1 月，长城汽车旗下多款新品进入热度转化期，逐步完成订单交付，哈弗 H6、哈弗神兽、坦克 300、长
城炮均月销量破万，合力推动长城汽车稳健发展。
       其中，哈弗品牌 1 月销售 70,228 辆。“国民神车”哈弗 H6 月销 35,570 辆，在中国 SUV 车型中连续 9 年

（2013 年 -2021 年）销量排名第一；哈弗大狗月销 7,826 辆；哈弗神兽月销售 10,085 辆，上市不足两个月，
累计销量已超 1.6 万辆。

                                                                                                                                            （来源：长城汽车）

长城汽车1月销售11.2万辆，
海外销售1.3万辆，同比增长16.2%
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       8 吋晶圆代工厂世界先进近日召开法说会，受惠新增产能开出、接单满载及顺利涨价，去年营收及获利同
创历史新高，稀释每股净利 7.14 元，董事会决议拟配发 4.5 元现金股利。今年以来随电源管理 IC 及面板驱动
IC 订单持续涌入，世界先进估第一季营收上看 132 ～ 136 亿元续创新高。
       世界先进董事长方略表示，8 吋晶圆代工产能仍供不应求，电源管理 IC 及车用面板驱动 IC 接单续增，上
半年将维持相当高的产能利用率。由于客户愿签订产能保障长约，世界先进积极进行晶圆三厂及五厂新产能建
置，预估今年资本支出提升至 240 亿元，较去年暴增 151％。 
       去年第四季世界先进合并营收季增 7.2％达 127.38 亿元，年增 46.1％，续创季度营收历史新高；平均毛
利率季增 1.8 个百分点达 47.6％，年增 10.2 个百分点；营业利益季增 13.2％达 45.99 亿元，与前年同期相较
则成长 104.2％；归属母公司税后净利季增 13.0％达 37.16 亿元，年成长 104.0％，创下季度获利新高，稀释
每股净利 2.25 元。
       世界先进去年合并营收 439.51 亿元，较前年成长 32.7％，平均毛利率年增 9.6 个百分点达 43.6％，营业
利益年增 90.1％达 141.02 亿元，归属母公司税后净利 118.20 亿元，成长 87.4％，稀释每股净利 7.14 元。 
       世界先进董事会决议每普通股拟配发 4.5 元现金股利，股息配发率达 63％，以 11 日股价收盘价 131.5 元
计算，现金殖利率达 3.4％。
       方略表示，世界先进去年营收及获利同创新高，主要受惠新增产能开出，0.18 微米以下细线宽占比拉升，
以及平均销售价格拉高。客户对晶圆代工需求续强，预估第一季合并营收 132 ～ 136 亿元，毛利率 47 ～ 49％，
营业利益率 35.5 ～ 37.5％。
       方略表示，晶圆三厂月产能 2.4 万片扩产计划，已在去年第四季开出 0.8 万片，今年上半年逐步完成 1.6
万片产能建置并开始量产。晶圆五厂亦将进行厂务修整并建置 2 万片产能，明年上半年进入量产。预估今年资
本支出 240 亿元，较去年 95.6 亿元暴增，其中 75％用于晶圆五厂并购及产能建置。
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  世界先进扩产能，
资本支出增1.5倍

（来源：半导体行业观察）



       2022 年 2 月 15 日，英特尔（Intel）和高塔半导体（Tower）联合宣布达成最终收购协议，根据收购协议，收
购价约 54 亿美元。截至 2022 年 2 月 14 日，高塔半导体的股价是 33.8 美元，市值约 36 亿美元，英特尔是溢
价 50% 收购。
       此次收购显著推进英特尔的 IDM 2.0 战略。作为其 IDM 2.0 战略的关键部分，英特尔于 2021 年 3 月成立
了英特尔代工服务（Intel Foundry Services，IFS），基于美国和欧洲基地，面向全球客户提供服务，以满足全球
对半导体制造能力不断增长的需求。英特尔代工服务目前提供领先的工艺和封装技术，并承诺未来在美国和欧
洲以及其他地区提供更多的产能以及广泛的知识产权（IP）组合。

                                                                                                                                               （来源：芯思想）
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   英特尔收购高塔半导体，
快速推动IDM2.0战略
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       2 月 14 日，AMD 宣布以全股份交易（all-stock transaction）方式完成对赛灵思（Xilinx）的收购。此项收
购于 2020 年 10 月 27 日宣布，收购完成后，通过显著扩大的规模和领先的计算、图形和自适应 SoC 产品组
合，打造了行业高性能和自适应计算的领导者。AMD 预计此项收购将在第一年增加非 GAAP 利润率、非 
GAAP 每股收益和自由现金流。

       AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰博士（Dr. Lisa Su）表示：“对赛灵思的收购将一系列高度互补的产品、客
户和市场，以及差异化的 IP 和世界一流的人才汇集在一起，把我们打造成为行业高性能和自适应计算的领导
者。赛灵思领先的 FPGA、自适应 SoC、人工智能引擎和软件专业知识将赋能 AMD，带来超强的高性能和自适
应计算解决方案组合，并帮助我们在可预见的约 1350 亿美元的云计算、边缘计算和智能设备市场机遇中占据
更大份额。”
       前赛灵思首席执行官 Victor Peng 将加入 AMD，担任新成立的自适应和嵌入式计算事业部 (AECG) 总
裁。AECG 仍然专注于推动领先的 FPGA、自适应 SoC 和软件路线图。随着新事业部的成立，公司规模将进一
步扩大，并且能够提供包括 AMD CPU 和 GPU 在内的一系列扩展解决方案。
       Victor Peng 表示：“快速发展的连接设备和嵌入式人工智能的数据密集型应用，推动了对高效和自适应
高性能计算解决方案需求的不断增长。AMD 和赛灵思的结合，将提供非常全面的自适应计算平台组合，为广
泛的智能应用提供动力，从而加速我们定义计算新时代的能力。”
       收购完成后，赛灵思股东将以每股赛灵思普通股换取 1.7234 股 AMD 普通股。 赛灵思普通股将不再在纳
斯达克股票市场上市交易。

                                                                                                                                         （来源： AMD 中国）

AMD完成对赛灵思的收购
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       集微网消息，美国半导体行业协会（SIA）2 月 14 日发布数据，显示 2021 年全球芯片销售额达到创纪录的
5559 亿美元，同比增长 26.2%，并预测 2022 年将增长 8.8%。

       协会首席执行官 John Neuffer 在谈到 2022 年预计的增长放缓时表示：“需求增长的趋势仍然非常强烈。
我们只是不会像在疫情期间那样获得这种刺激性效应。”
       该协会认为，2020 年的销售额比上年增长 6.8%，而 2021 年是自 2018 年以来芯片销量首次超过一万亿
的一年。
       Neuffer 指出，2021 年全球售出了 1.15 万亿颗半导体器件，其中车规级芯片增幅最大。该领域的销售额
比上年增长 34%，达到 264 亿美元，出货量同比增长了 33%。
       SIA 还表示，中国大陆仍然是全球最大的半导体市场，2021 年销售额总计 1925 亿美元，增长 27.1%，欧洲

（27.3%）、亚太地区 / 所有其他地区（25.9%）和日本（19.8%）的年销售额也有所增长。从区域来看，2021 年美
洲市场的销售额增幅最大（27.4%）。

                                                                                                                                               （来源：集微网）

SIA：中国大陆去年半导体销售额
达1925亿美元，同比增长27.1%
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公司介绍

       时擎科技成立于 2018 年，是一家专注于自然人机交互的端侧智能芯片提供商。时擎科技致力于在万物智
联的 AIoT 时代，从落地场景的需求出发，通过架构创新和定制化芯片设计，为广泛的端侧设备提供支持语音、
视觉、影像、显示等多模态智能人机交互和数据处理的芯片产品及完整的系统级解决方案。
       时擎科技是 RISC-V 全球基金会成员、中国 RISC-V 产业联盟理事单位。依托于时擎科技团队在各种形态
的处理器及其配套工具链研发上所积累的多年经验，通过架构级优化和定制化设计，已开发了基于自研的
RISC-V 架构处理器核（CPU）以及端侧智能处理引擎（TIMESFORMER™）的芯片，并提供应用开发板和软件开
发包（SDK，RTOS，Linux），支持语音、影像、视觉、体感等多模态交互的端侧智能计算，可以为智能家居、智慧城
市等 AIoT 应用场景中的端侧设备提供在能效比、成本、应用适用性等方面都具有显著竞争优势的解决方案。同
时，时擎科技与 ARM 中国积极合作，开发基于 ARM 架构的端侧计算人工智能芯片及系统解决方案，满足不同
应用场景、不同生态系统、不同客户的需求。
       时擎科技也可提供芯片的定制化服务，针对客户的特殊场景及需求，提供客制化端侧计算 SOC 芯片、系统
应用及软件开发等服务。
       时擎科技拥有专业、高效的管理和研发精英团队，分别来自国际知名芯片设计公司及解决方案公司，公司
主要研发负责人都有着超过 15 年的相关研发和管理经验。公司现有员工近百人，平均从业经验超过 10 年，
85% 员工拥有研究生学历 , 毕业于国内复旦大学、上海交通大学、浙江大学等知名高校电子工程 / 微电子 / 计
算机专业 , 曾就职 Intel, Marvell, VeriSilicon, AMD, 虹软科技、科大讯飞等国内外知名半导体和科技公司 , 
在架构定义、芯片设计、核心算法、应用软件、系统方案等芯片研发链条的各个环节具备丰富的经验和完整的能
力。

时擎智能科技(上海)有限公司
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产品介绍

一、智能端侧计算芯片  
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二、TIMESFORMER 边缘智能计算架构和处理器

三、AM6611 离线智能语音模组
       AM6611 是时擎科技研发一款离线智能语音识别模块，具有高性能、低成本、高集成度、高可靠性、简洁尺
寸小的特点。在语音识别上实现了高唤醒识别率和低误唤醒识别率，支持快速的响应时间、更远的识别距离和
更强的抗噪能力。
       AM6611 的主控芯片为时擎科技自主研发的 AT1611 端侧智能处理芯片，集成了时擎科技自研的高性能
32 位 RISC-V 主控处理器 TM500，内置了基于时擎科技 Timesformer 智能计算架构的 Blaster100 智能处理
器，支持 4 核心 DSP 处理器和 100GOPS 的高能效比 AI 算力，在计算性能、存储能力和集成度方面与最新的
人工智能语音算法（语音识别算法和声学前端处理算法）深度融合，提供强大的远场环境下语音控制、语音交互
的能力，为开发者提供了高性价比、有竞争力的完整离线智能语音解决方案。
       AM6611 具有丰富的外围接口，包括 UART、I2C、SPI、PWM、ADC 等，提供友好易用的二次开发工具，方
便用户实现单芯片智能语音交互和控制的应用场景方案。
       时擎科技 AM6611 离线语音模组可应用于智能家电、智能家居、智能照明、智能卫浴、智能机电、智能玩具
等消费类智能硬件领域。
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主芯片 AT1611 芯片功能框图

内置智能语音算法流程图
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AM6611 模组照片和示意图
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公司介绍

       朗宽半导体有限公司坐落于古都南京的芯片产业集聚中心——江北新区，是一家专注于智能感应传感器、
通信芯片、电源管理芯片的研发设计、生产和销售的科技型企业。

产品介绍

一、KU5560C——极简外围精准感光的光控芯片

      

朗宽半导体有限公司

产品特点

·内置高精度比较器与精准参考源
·通过外接的光电转换器可精确测量外部光照度
     且精心设计延时判断
·实现优异的光感功能

产品参数

·工作电压： 2.7~5.0V
·静态电流： 10~50uA
·延时时间： 3S
·温度范围： -40℃-85℃
·亮光感应（指白天到晚上，灯不亮到亮时的照
     度）： 5~15Lux
·暗光感应（指晚上到白天，灯亮到不亮时的照
    度）： 25~40Lux
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产品特点

·品牌客户高定款
·光感可选
·老化 1 年覆盖特性不变
·多重数字滤波算法，抗干扰能力强
·商业级宽温，满足在恶劣环境中长期稳定的工作
· 高集成度：内置高频管与检测电路、芯片控制，
一致性好

产品参数

·工作电压： 5~12V
·工作电流： ＜10mA
·覆盖投影半径（挂高 3m）： 4~6m
·老化特性（1 年）： 覆盖特性不变
·延时： 17+/-3s
·光敏： 5~10Lux（可选）

产品特点

·尺寸小、性能稳定、安装方便
·覆盖角度广
·感应距离、亮灯时间、光明阈值灵活可调节
·满足 FCC/CE 认证要求

产品参数

·工作电压： 5~12V
·工作电流： ＜10mA
·输出电平 -H： 3.3V（典型值）
·输出电平 -L： 0V
·覆盖投影半径（挂高 3m）: 4~6m

产品特点

· 低成本、小型化、不易干扰，一致性好
·距离可设，光感可选
·多重数字滤波算法，抗干扰能力强
·商业级宽温，满足在恶劣环境中长期稳定的工作
·老化年覆盖特性不变

产品参数

·工作电压： 5~12V
·工作电流： ＜10mA
·覆盖投影半径（挂高 3m）： 6~8m ; 4~6m
·老化特性（1 年）： 覆盖特性不变
·延时： 17+/-3s
·光敏： 5~10Lux（可选）

二、PBA-0109001-A-G——内置高频管的高集成度模组
 

三、K58S01——高稳定性易安装的感应模组

四、PBA-01019011-GF——多重滤波算法的抗干扰感应模组



公司介绍

       美芯晟科技（北京）股份有限公司专注于高性能的模拟及数模混合芯片设计开发，主要产品包括电源管理、
信号处理和传感器芯片等。公司由多位硅谷归国博士创立，核心研发团队由行业资深专家组成，拥有深厚而先
进的模拟及数模混合集成电路设计、工艺开发经验，同时也已通过国内外一线品牌客户的品质和生产管理审
核。
       公司拥有国内外百余项高电压、大电流、高功率模拟电源管理和数字电路设计的核心自主知识产权，提供
丰富的产品选型，包括无线充电接收与发射芯片、有线快充系列芯片、光电传感芯片、全系列 LED 驱动芯片等。
其应用范围覆盖通信终端、消费类电子、工业电子以及车载电子等领域。遍布全球的十大技术支持中心可提供
快速有效的技术服务，已成为众多国际主流手机品牌、数码配件厂商和智能照明厂家的核心供应商。
       公司先后获得工信部集成电路设计企业资质、工信部重点小巨人、北京市专精特新小巨人等称号，同时拥
有北京市科学技术奖、北京市高精尖工业设计中心、美国 RED HERRING 亚洲百强企业等多项荣誉奖项，得到
业界的广泛认可。

产品介绍

一、无线充电
MT5721
产品描述

       MT5721 是一款 SoC，用于基于磁感应的无线电源接收器。它完全符合 BPP（基线电源配置文件）的最新 
WPC Qi 规范（版本 1.2.4）。它能够以完全可编程的输出电压（最大 5V）和电流限制（最大 1 1.2 A）对 5W 的
传输功率进行无线充电。
       MT5721 具有非常高的整体 AC 到 DC 转换效率（高达 97%），这要归功于优化和自适应全同步整流器控
制、非常小的功率 MOS FET 的 Rdson 和极低的偏置电流。
       除了少数外部无源元件外，这款 SoC 集成了无线受电功能所需的一切。它由具有 8KB SRAM 和 16KB 
OTP 的 ARM Cortex M0 处理器、全同步整流器和特殊输出 LDO、强大可靠的过压、过流和过温保护电路、双
向通信单元和各种 GPIO 和串行组成接口。
       凭借 SoC 架构的灵活性和独特的实施方式，MT5721 在支持 WPC Qi 规范的进一步更新和新的专有协
议方面是未来的证明。

主要特点

·同时接收北斗 B1 和 GPS L1 频点信号，独立或并行工作
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美芯晟科技（北京）股份有限公司



· 输出 1pps、B 码、NTP/PTP、TOD 等授时信号
·采用智能驯服算法，跟踪准确度和稳定度高
·内置高稳晶振，并采用智能守时算法，守时性能好
·低相噪 10MHz 频率输出，可选配超高稳定度或超低相噪
·内部工作状态自检、短路保护
·体积小、功耗低、授时精度高
·满足机载、车载等苛刻环境的使用要求
·尺寸大小和用户接口兼容 Trimble 的 Resolution T
·5W 供电
·完全可编程的输出电压（高达 5V）和电流限制（高达 1.2A）
·具有 8KB SRAM 和 16KB OTP 的嵌入式 ARM Cortex M0 处理器
·高达 97% 的交流输入到直流输出效率
·完全集成的双向电流感应
·可靠和独特的过电压 / 电流 / 温度保护
·专门设计的输出 LDO，具有输出钳位和对线路和负载瞬态的快速响应
·WPC 兼容和专有通信协议支持硬件 ASK 调制和 FSK 解调
·具有额外 GPIO 的独立 I2C 从机和 I2C 主机接口
·无卤素且符合 RoHS 标准
·2.46mm x 3.87mm（6x9 球阵列）WLCSP 封装

应用原理图

MT5815
产品描述

       MT5815 是用于基于磁感应的无线功率发射器解决方案的片上系统 (SoC)。它完全符合最新的无线充电
联盟 (WPC) Qi v1.2.4 规范，同时支持基线电源配置文件 (BPP) 和扩展电源配置文件 (EPP)。 
       MT5815 提供强大、灵活、功能丰富且紧凑的无线电源发射器解决方案。它集成了除功率 MOSFET 和一些
无源元件之外的所有东西。
       MT5815 集成了 ARM Cortex M0 处理器、宽敞的 64KByte eFlash 内存和 4KByte SRAM，以及各种串
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行接口（I2C、UART、GPIO 等），提供强大的处理能力和定制功能。使用单个 MT5815，可以实现 WPC 规范中
定义的任何单线圈或双线圈发射器；通过添加一个微型配套驱动芯片（MT5812），可以实现一个 4 线圈发射
器或两个独立发射器。

主要特点

·宽输入电压，范围从 3.5V 到 20V，功率传输高达 50W
·符合最新的 WPC Qi 规范 v1.2.4 及更高版本，支持专有协议。
·具有 64KB eFlash 和 4 KB SRAM 的嵌入式 32 位 ARM M0 处理器
·支持不同协议的快充电源适配器，包括 USB PD、QC2.0/3.0、FCP 和 SCP、AFC
·集成三对 N-MOSFET 驱动器，用于单线圈和双线圈应用
·用于内部电源的集成降压转换器和 LDO
·用于电流测量和电流模式解调的集成电流感应功能
·多通道 AFE+DSP 用于电压和电流模式下的 ASK 解调
·深度睡眠模式下的低工作电流和极低的待机电流
·内部 32K 和 60M 振荡器和 PLL，支持 Apple 模式固定频率操作的外部晶振
·支持带有大量 GPIO 的 SWD、I2C、UART 和 JLink 接口
·用于灵活 I/O 电平的双 VDD_IO 引脚
·过压 / 过流 / 温度保护
·输入欠压检测和锁定功能
·提供 6mm x 6mm QFN48 封装

应用原理图
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二、多接口安全控制芯片
MT7860
产品描述

       MT7860 是一款高功率因数降压型 LED 驱动芯片。工作在准谐振模式（QRM），大大降低了电流和电压的
应力，同时使效率和抗电磁干扰的性能都得到提升。利用美芯晟特有的准全周期检测专利技术对 LED 输出电
流进行检测，确保了 LED 输出电流的精度。
       MT7860 通过解码 PWM 信号和模拟信号实现调节 LED 电流，从而实现智能调光。通过内部微调解码器实
现 LED 电流的高精度和一致性。尤其在调光等级较低时，PWM 控制方法从准谐振模式无缝地转入脉冲频率调
制模式（PFM），从而保证了较小的输出电流和低开关损耗。
       另外，MT7860 同时实现了各种保护功能，包括 LED 开路保护（OVP）、逐周期过流保护 (OCP)、LED 短路
保护 (SCP) 和过温补偿等 , 以确保系统可靠地工作。

主要特色

·单级有源功率因数校正 (PF> 0.90)
·高精度 LED 电流 (±3%) 
·优异的线性和负载调整度 (±2%) 
·准谐振工作模式 (QRM) 
·多重保护机制
·PWM 调光 (100:1) 和模拟电平调光
·SOP8 封装

应用原理图
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MT9710
产品描述

       MT9710 是一款全程模拟调光非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片，PWM 调光信号直接输入芯片无需外围
增加 RC 元件即可实现无频闪模拟调光。采用美芯晟专利技术，调光一致性好，且调光全程均可实现防潮 OVP。
       MT9710 的待机电流典型值为 120uA，可实现低功耗设计。
       MT9710 具有优异的线性调整度和负载调整度，适用于全范围输入电压的应用。
       MT9710 内置高精度电流采样电路，可实现高精度 LED 恒流输出，且支持高频应用。
       MT9710 集成高压启动电路，无需 VCC 电容和启动电阻，精简了外围电路，极大的降低了系统成本。
       MT9710 内部集成了多重的保护功能，比如防潮可调 OVP、过温调节、输出短路保护等，提高了产品的可
靠性。

主要特色

·全程模拟调光无频闪
·支持 100%~1% 模拟调光
·典型待机电流 120uA
·无需启动电阻以及 VCC 电容
·防潮可调 OVP
·低母线电压不闪灯
·OVP 与电感及输出电流无关
·调光全程 OVP
·过温调节
·SOP8 封装

应用原理图
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——USB 模式下工作电压：3.0V 至 5.5V
    工作温度：-25°C ~+85°C

三、双界面 IC 卡芯片
32 位双界面 CPU 卡芯片系列 SHC1302

产品简介
       SHC1302 是一系列双界面 CPU 卡芯片，主要
用 于 银 行 IC 卡 和 金 融 行 业 联 名 卡。CPU 采 用
SC100，该 CPU 基于 32 位 RISC 架构。SHC1302
采用 0.18um CMOS EEPROM 工艺，内置 256k
字节 ROM、10k 字节 RAM 作为程序和数据的存储、
并且采用 40/48/80/144k 字节 EEPROM 作为数
据或程序的断电存储。另外，芯片集成了定时器与
看门狗、时钟发生器、真随机数发生器、中断控制
器、系统控制器、DES/3DES、SSF33、SM1、SM2、
SM3、SM4、AES、PKI 算法协处理器、CRC 运算模
块、安全控制模块、符合 ISO14443 的 RF 接口、
ISO7816 串行接口等模块。

系统框图

基本特性
    符合 ISO/IEC 14443
    符合 ISO 7816，支持 T=0，T=1 协议
    采用 SC100 作为处理器，具有存储器保护单元
MPU
    256k 字节程序 ROM
    10k 字节 RAM
    40/48/80/144k 字节 EEPROM
    数据保持时间 > 10 年
    擦写次数 > 10 万次
    硬件 DES/3DES、AES、CRC、SSF33、SM1、SM3、

SM4
    PKI 算法协处理器支持 2048 位 RSA 和 256 位
ECC 及 SM2 商密算法
    真随机数发生器
    提供频率、光、温度、电压
    提供存储器加密
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